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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt ; 
@ Chipmodul und Verfahreri zur Herstellung einer Chiplcarte 

g?) Die Erfindung bezieht sich auf ein Chipmodul fur eine 

^ Chipkarte und ein Verfahren zur Herstellung einer Chip- 
lcarte. Das Chipmodul besteht aus 

einem Chipelement (1, 15) r"'^ AnschluSponkten 
- einem mit dam Chipelement (1, 15) verbmdbarenTrager- 
erS^ZI. wobei das Tragerelement (2) auf emar dem 
Slernent abgewandten Obersaite 14) mehrere Kon- 
ffichenis. 5-, 5") mIt dazugehorigen Durchbruchen.(6) 

; ' ^"w'rrvoS-hen sind zur Herstellung elnar e.,^rj»ch 

leitenden Verbindung zwischen den jewa.ligen AnschlUB 

D^ntaert? r 7") des Chlpelements (1. 15) und dan zuge- 

KSn Kontaktflachen (5. 5'. S'T wobei zwischen den 

AnsdiluSpunkten (7, T. 7") d« Chipelemente 0, 15) uj^^ 

den korrespondierenden Durchbruchen (6) erne elektnsch 
, faltande Verbindung ausgabildet ist d,a ^c^^" f'".^^!^^; 

Chen in einer zu dem TrSgerelement (2) parallelen Ebene 
^ erstrecM. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Giipmodul und ein Verfahren 
■ zur Herstellung einer Chipkarte nach dem Oberbegrifif des 
Patentanspruchs 1 bzw. Patentanspruchs 10. 5 

Aus der DE 39 17 707 Al ist ein Chipmodul und ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer Chipkarte bekannt, bei dem ein 
Chipelement mittels Hocker direkt auf eine Riickseite einer 
auf einer dem Chipelement abgewandten Oberseite eines 
Tragerelements angeordneten Kontaktflache aufgesetzt ist. lO 
Nachteilig an der bekannten Montiertechnik ist, daB die 
Ausbildung des Tragerelements, insbesondere die zur Kon- 
taktierung des Chipelemencs mit den KontaktflMchen etfor- 
derlichen Durchbriiche des Tragerelements, an die Lage der 
korrespondierenden AnschluBpunkten des jeweiligen Chip- 15 
elements angepaBt sein mussen. EHes erfordert fur unter- 
schiedliche CMpelementtypen ein Andem des Layouts des 
Tragerelements. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein ein Chipmodul 
und. ein Verfahren zur Herstellung einer CTiipkarte anzuge- 20 
ben, so daB auf einfache Weise eine flache Form des Chip- 
moduls gewahrleistet ist und daB eine Anpassung der elek- 
trischen Verbindung zwischen den Kontaktflachen und dem 
Chipelement an einen Chipelementtyp ermoglicht wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe weist die Erfindung die 25 
Merkmale des Patentanspruchs 1 und 10 auf. 

per besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, daB 
eine elektrisch leitende Verbindung in einer Ebene zwischen 
dem Tragerelement und dem Chipelement aufgebracht wird, 
die in Abhangigkeit von dem vorgegebenen IVp des Chip- 30 
elements eine elektrische Verbindung herstellt zwischen den 
jeweiligen Kontaktflachea des Tragerelements und den An- 
schluBpunkten des Chipelements. Hieidurch kdnnen nacb- 
craglich die Kontaktierungswege des Tragerelements gean- 
dert werden, wobei standardisierte, mit einem gleichen Lay- 35 
out versehene Trageielemente verwendet werden konnen. 
Damit kann eine elektrische Anbindung an . eine ^elzahl 
von Chiptypen realisiert werden. Zusatzlich ist das standar- 
disierte Tragerelement bei fehlender elektrisch leitender 
Verbindung dazu geeignet, nach der herkonmalichen Bon- 40 
diertechnik durch Di^hte mit dem Chipelement verbunden 
zu werden. 

Grundgedanke der Erfindung ist es, nachtraglich durch 
den Verlauf der leitenden Verbindung, vorzugsweise auf 
dem Tragerelement, eine elektrische Anpassung des Trager- 45 
elements an unterschiedliche Typen von Chipelementen zu ' 
erzielen, so daB ein standardisiertes Tragerelement flexibel 
fur unterschiedliche Typen von Chipelemente einsetzbar ist. 

Nach einer Ausgestaltung der Erfindung werden die Lei- 
terbahnen auf der dem Chipelement zugekehrten Unterseite 50 
des Tragerelements durch Bedrucken aufgebracht. Hier- 
durch kann auf einfache herstellungstechnische Weise eine 
Leiteranbindung des Tragerelements an das Chipelement er- 
zielt werden. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann das Chip- 55 
element als Versteifiingskdrper mit auf der Oberflache des- 
selben angeordneten AnschluBpunkten ausgebildet sein, in 
dem ein Chip mit Anschlussen eingefafit ist, wobei zwi- 
schen den Anschlussen des Chips und den AnschluBpunkten 
des Versteifungskorpers eine elektrisch leitende Verbindung 60 
vorgesehen ist. Hierdurch wird ein vor mechanischer Bean- 
spruchung geschiitzter Chip zur Montage bereitgestellt, wo- 
bei die AnschiuBpunkte vorzugsweise fest vorgegeben sind. 
Die Herstellung eines Chipmoduls laBt sich somit auf einfa- 
che Weise nur durch an die AnbindungssteUen der Kontakt- 65 
flachen und des Chipelements angepaBten Verlauf der Lei- • 
terbahnen verwirklichen, so daB wie oben beschrieben ein 
beliebiges Layout eines Tragerelements mit einem beliebi- 



gen Layout eines Chipelements elektrisch verbunden wer- 
den kann. 

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den wei- 
teren Unteranspriichen. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend 
anhand der Zeichnungen naher beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Chipmoduls 
in unterschiedlichen Herstellungsphasen, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Chipmodul entlang der 
Linie II-II in Fig. 1 und 

Fig. 3 eine alternative Ausfiihrungsform eines in Fig. 1 
und 2 dargestellten Chipelements. 

Das in Fig. 1 und 2 dargestellte Chipmodul wird ublicher- 
weise in eine Aussparung einer nicht dargestellten Chip- 
karte eingesetzt und stoffschlUssig mit dieser verbunden. 
Solche Chipkarten sind in ihrer Dimension genormt und ha- 
ben etwa eine Dicke von 0,65 mm. 

Das Chipmodul wird gebildet durch ein Chipelement 1, 
das auf einer ersten Seite eines Tragerelements 2 mit dem- 
selben verbunden ist. Diese Seite bildet im eingebauten Zu- 
stand des Chipmoduls eine Unterseite 3 des Tragerelements 
2. Auf einer dem Chipelement 1 abgewandten Seite, nam- 
lich einer Oberseite 4 des Tragerelements 2, sind Kontaktfla- 
chen 5 angeordnet. Die Kontaktflache 5 weisen jeweils eine 
Goldbeschichtung auf und bilden zusammen ein Kontakt- 
feld der Chipkarte, 

In einem Bereich der jeweiligen Kontaktflache 5 weist 
das Tragerelement 2 Durchbriiche 6 auf zur elektrischen An- 
bindung der Kontaktflache 5 an korrespondierende An- 
schiuBpunkte 7 des Chipelements 1. Die AnschiuBpunkte 7 
sind auf einer dem Tragerelement 2 zugekehrten Seite des 
Chipelements 1 angeordnet 

Wie insbesondere aus Fig. 2 zu ersehen ist, erstreckt sich 
ein elektrische Verbindung als eine Anzahl von Leiterbah- 
nen 8, die sich in einer Ebene zwischen dem Tragerelement 
2 und dem Chipelement 1 erstrecken, und zwar im wesentli- 
chen in Querrichtung 9 des Chipmoduls. Somit verbindet 
die Leiterbahn 8' die Kontaktflache 5, mit dem korrespon- 
dierenden AnschluBpunkt 7', die Leiterbahn 8" die Kontakt- 
flache 5" mit dem korrespondierenden AnschluBpunkt T 
etc. Die Leiterbahnen 8 weisen vorzugsweise jeweils an ih- 
ren Enden Leitpunkte 10 auf, die eine sichere elektrische 
Kontaktierung zu den jeweiligen Kontaktflachen 5 bzw. den 
AnschluBpunkten 7 gewahrleisten. Das dem Tragerelement 
2 zugewandte Ende der Leiterbahn 8 weist einen Leitpunkt 
10 auf, der sich innerhalb des Durchbruchs 6 erstreckt zur si- 
cheren Kontaktierung an auf der dem Tragerelement 2 zuge- 
kehrten Riickseite der Kontaktflache 5 angeordneten elektri- 
schen Anschlusses desselben. 

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform werden die 
Leiterbahnen 8 durch Bedrucken, insbesondere durch Sieb- 
druck eines elektrisch leitfahigen Lacks, auf das als flexible 
Folie und aus einem thermoplastischen Kunststoff beste- 
hende Tragerelement 2 aufgebracht. 

Altemativ konnen die Leiterbahnen 8 durch Auftragen ei- 
ner Lotpaste in nuttels einer Maske gebildeten Aussparun- 
gen auf das Tragerelement 2 aufgebracht werden. 

Dariiber hinaus sind weitere Beschichtungs verfahren an- 
wendbar, die ermoglichen, auf einem standaidisierten, mit 
Kontaktflachen 5 versehenen TVagerelement 2 leitende Ver- 
bindungen aufzubringen, ohne daB das Tragerelement 2 in 
seinem mechanischen oder chemischen Eigenschaften be- 
eintrachtigt wird. 

Durch die Ausbildung von Leiterbahnen wird es ermog- 
licht, daB sich die Durchbriiche 6 in einer Ebene erstrecken 
konnen, die in Querrichtung 9 des Tragerelements 2 iiber 
den Rand des Chipelements 1 hinausragt. Auf diese Weise 
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ist eine flexible elelctrische Anbindung des Tragetelements 2 
an das Chipelement 1 erzielbar. 

Die mechanische Veibindung zwischea dem Tragerele- 
ment 2 und dem Chipelement 1 wild duich einen zwischen 
. den Leiterbahnen 8 auf das Tragerelement 2 aufgebrachte s 
Klebschicht 11 verwirklicht. Danach ist das fertige Chipmo- 
dul in die Ausnehmung der Chipkarte einsetzbar. 

Alteraativ konnen die Leiterbahnen 8 auch auf einer aus 
Kunststoff bestehenden Zwischenschicht aufgebracht sein, 
beispielsweise duich Aufatzen einer leitenden Beschich- lO 
tung. An den entsprechenden Anschliissen des Tragerele- 
ments 2 einerseits und des Chipelements 1 andererseits 
weist diese Zwischenschicht Durchbriiche auf, die eine ent- 
sprechende elektrische Kontaktierung ermogliche. Diese 
Ausfiihrungsfonn hat den Vorteil, da6 das Tragerelement 2 15 
nicht zusatlich beansprucht wird. 

Nach einer Ausfuhrungsform des Chipelements gemMB 
Fig. 3 ist ein Chipelenient 15 als Versteifungskorper 16 aus- 
gebildel, der an den gleichen Stellen wie das Chipelement 1 
auf der dem Tillgerelement 2 zugekehrten Seite AnschluB- 20 
punkte 17 aufweist. Der Versteifungskorper 16 besteht aus 
einem Kunststof&naterial, in dem ein Chip 18 eingefaSt ist. 
Der Chip 18 weist Anschliisse 19 auf, die mittels Leiter 20 
elektrisch mit den AnschluBpunkten 17 verbunden sind. 
Vorzugsweise wird der Versteifungskorper 16 durch Um- 25 
spritzen des Chips 18 gebildet und stellt einen Schutz des 
Chips 18 vor mechanischer, thermischer bzw. chemischer 
Beanspruchung dar. 

Patentansphiche 30 

1. Chipmodul fiir eine Chipkarte bestehend aus 

- einem Chipelement (1, 15) mit AnschluBpunk- 
ten, 

- einem mit dem Chipelement (1, 15) verbindba- 35 
ren Tragerelement (2), wobei das Tragerelement 
(2) auf einer dem Chipelement abgewandten 
Oberseite (4) mehrere Kontaktftachen (5, 5', 5") 
mit dazugehorigen Durchbriichen (6) aufweist 
unddafi 40 

- Mittel vorgesehen sind zur Herstellung einer 
elektrisch leitenden Verbindung zwischen den je-. 
weiligen AnschluBpunkten (7, 7', 7") des Chipele- 
ments (1, 15) und den zugehorigen KontaktAS- 
chcn (5, 5', 5"), dadurch gekennzeichnet, daB 45 
zwischen den AnschluBpunkten (7. 7', 7") des 
Chipelement (1, 15) und den korrespondierenden 
Durchbriichen (6) eine elektrisch leitende Verbin- 
dung ausgebildet ist, die sich im wesentlichen in 
einer zu dem Tragerelement (2) parailelen Ebene so 
ersUeckt. 

2. Chipmodul nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, daS die elektrisch leitende Verbindung als ein 
Mehrzahi von Leiterbahnen (8, 8', 8") ausgebildet ist, 
die sich jeweils im wesentlichen in einer Querrichtung 55 
(9) des Chipmoduls von auBenliegenden Durchbriichen 
(6) des Tragerelements (2) zu innenUegenden An- 
schluBpunkten (7, 7', 7") des Chipelements (1, 15) er- 
strecken. 

3. Chipmodul nach Anspnich 1 oder 2, dadurch ge- €0 
kennzeichnet, daB sich die Leiterbahnen (10) auf einer 
dem Chipelement (1, 15) zugewandten Unterseite (3) 
desTVagerelements (2) zwischen den AnschluBpunkten 
(7, 1\ 7") des Chipelements (1, 15) und den konrespon- 
dierenden Durchbriichen (6) erstrecken. 65 

4. Chipmodul nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich ein Ende der Leiter- 
bahn (8, 8', 8") innerhalb eines Durchbruchs (6) er- 



073 A 1 

4 

streckt zur clelOrischen Anbindung an eine Ruckseite 
der auf der Oberseite (4) des Tragerelements (2) ange- 
ordneten KontaktASche (5, 5', 5"). 

5. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8\ 8") 
auf das Tragerelement (2) aufdruckbar sind. 

6. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8', 8") 
durch Aufschmelzen einer Lotpaste auf das Tragerele- 
ment (2) aufbringbar sind. 

7. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Chipelement (15) als 
Versteifungskorper (16) mit auf der Oberflache dessel- 
ben angeordneten AnschluBpunkten (17) ausgebildet 
ist, in dem ein Chip (18) mit Anschlussen (19) einge- 
faBt ist, und daB zwischen den Anschliissen (19) des 
Chips (18) und den AnschluBpunkten (17) des Verstei- 
fungskorpers (16) eine elektrisch leitende Verbindung 
vorgesehen ist. 

8. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das TVagerelement (2) als 
flexible Tragerfolie ausgebildet ist. 

9. Chipmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8', 8") auf einer 
Zwischenschicht angebracht sind, die sich lagerichtig 
zwischen dem Tragerelement (2) und dem Chipele- 
ment (1, 15) erstreckt. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, . bei 
dem ein Tragerelement in eine Ausnehmung der Chip- 
karte eingesetzt wird, wobei zum einen auf einer Ober- 
seite des Tragerelements korrespondierend zu Durch- 
briichen des Tragerelements auBere Kontaktftachen . 
aufgebracht werden und zum anderen an einer Unter- 
seite des Tragerelements ein' Chipelement befestigt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB auf der Unterseite 
(3) des Tragerelements (2) Leiterbahnen (8, 8', 8") auf- 
gebracht weiden, die eine elektrisch leitende Verbin- 
dung von den AnschluBpunkten (7, T, 7*") des Chipele- 
ments (1, 15) zu den korresponctierenden Durchbru- 
chen (6) herstellen. 

IL Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8', 8") auf die Unter- 
seite (3) des Tragerelements (2) aufgedruckt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8', 8") durch 
Auftragen einer Lotpaste in mittels einer Maske gebil- 
deten Aussparungen angebracht werden. 

13, Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (8, 8', 8") mittels 
Siebdruck eines leitfahigen Lacks auf die Unterseite 
(3) des Tragerelements (2) aufgebracht werden. 
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